E — Charakteristika studijniho piedmétu

Nazev studijniho predmétu Elektronicka z&zeni

Typ predmétu povinny dopor. roénik / semestr |3/LS
Rozsah studijniho gredmétu  [2+2 | hod. za tyden |4 kredit & | 4

Jiny zpiasob vyjadéeni| neni

rozsahu

Zpisob zakor€eni klasifikovany zapet | Forma vyuky | Pt., cv.
DalSi poZadavky na studenta|nejsou

Vyuéujici |

Doc. Ing. Zdegk Pliva, Ph.D.

Struéné anotace gredmétu |

Struéna anotace redmétu:

Predtt je zangten na problematiku navrhu elektronickychiizani, na navrh a technologii vyroby
desek plosnych spibfDPS) a na elektrické vlastnosti DPS. Dale sezijastudenty s technologii
osazovani satastek na desky ploSnych spoj

Témata prednések:

CADy pro EZ, Trendy vyvoje elektronickychifzeni, Obecny postup navrhu Elektronickyckizeni,
Terminologie EAGLE (Control Panel, Modul Librar,I&amatics a Layout),Obecné viastnosti e GAL

D

(Navrhové pravidla, vrstvy, placement, finalni Ggranotivu, ERC, DRC, routery, termo-analyzy, 3D-

kontroly, postprocesy), Vlastnosti DPS (ZatiZitelndonstrukce péjecich ploSek, kapacita, odpor,
indukénost, impedance , EMC), Vyroba DPS (Materialy pf@3) postup vyroby, finish, obrysové
opracovani, kontrola, chyby), Assembly (THT/SMT toty osazovani, pajeni a odsavani, chyby
osazovani, testovani a kontrola kvality , reworknipletace zdzeni, Ukdzka navrhu EZ, Ekologie
procesi, Fyzikalni principy el. Z&zeni, Souvisejici normy

Napli cviéeni:

Tvorba knihovnich symba] Router, nastaveni, optimalizace motivu, ERC, DR&Staveni, typy
chyb, Navrh obvotl pro zapdet, Exkurze v PCBlabu, Osazovani &astek, Vypdtova cvieni.

Informace ke kombinované nebo dista#ni formé

Rozsah konzultaci (sougedéni) | 14| hodin za semestr

Rozsah a obsahové za#iieni individualnich praci studenti a zpisob kontroly

Kontaktni hodiny vyuky budou kombinovany se samdigtion za podpory vyuZiti on-line i off-lin
konzultaci. Cast pgrednasek a c¥eni v pfibshu semestru je nahrazena samostudiem. Pral
dovednosti v oboru budou doghy kombinaci samostudia a konzultaci.
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